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前 言

本文件按照 GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第 1 部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定

起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中国技术市场协会归口。

本文件起草单位：大同共聚(西安)科技有限公司、中铜华中铜业有限公司、嘉盛德(宁夏)新材料科

技有限公司、北京通标华信技术服务有限公司等单位。

本文件主要起草人：李陶琦、赵智勇、赵健、鲁浩、李胜国、乐志斌等。
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柔性电路板基材挠性覆铜板（FCCL）

1 范围

本文件规定了柔性电路板基材挠性覆铜板（FCCL）的技术要求、检验方法、检验规则、标志、包装、

运输与贮存等。

本文件适用于制造柔性电路板中的基材挠性覆铜板的研发、生产与检验。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，

仅该日期对应的版本 适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于

本文件。

GB/T 191 包装储运图示标志

GB/T 13557 印制电路用挠性覆铜箔材料试验方法

GB/T 24343 工业机械电气设备 绝缘电阻试验规范

GB/T 31838.4 固体绝缘材料 介电和电阻特性 第4部分：电阻特性（DC方法） 绝缘电阻

3 术语和定义

GB/T 13557中界定的术语和定义适用于本文件。

4 技术要求

柔性电路板基材挠性覆铜板（FCCL）的技术要求，详见表1。

表1 柔性电路板基材挠性覆铜板（FCCL）技术要求

指标名称 技术要求

厚度公差 ±5μm

剥离强度 ≥0.7N/mm（23℃，剥离速度 100mm/min）

耐热性 ≥200℃，10s 内无分层、起泡或裂纹

介电常数 ≤4.0(1MHz)

介质损耗因子 介质损耗角正切≤0.04 (1MHz)

尺寸稳定性 ≤0.1%（150℃，30min）

柔韧性和弯曲半径 最小弯曲半径≤2mm，无裂纹、分层

阻燃性 符合 UL94 V-0 等级

吸湿率 ≤0.5%

电气强度 ≥20kV/mm
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指标名称 技术要求

绝缘电阻 ≥1×1012Ω（23℃，湿度 50%）

5 检验方法

柔性电路板基材挠性覆铜板（FCCL）的检验方法，详见表2。

表2 柔性电路板基材挠性覆铜板（FCCL）检验方法

检验项目 检验标准

厚度公差 GB/T 13557

剥离强度 GB/T 13557

热应力 GB/T 13557

介电常数 GB/T 13557

介质损耗因子 GB/T 13557

尺寸稳定性 GB/T 13557

柔韧性和弯曲半径 GB/T 13557

阻燃性 GB/T 13557

吸湿率 GB/T 13557

电气强度 GB/T 13557

绝缘电阻
GB/T 24343

GB/T 31838.4

注：本表格中有两个检验标准的，以第一个检验标准为主。

6 检验规则

6.1 检验分类

本文件要求的检验分为型式检验和出厂检验两类。

6.2 检验要求

柔性电路板基材挠性覆铜板的检验应满足下列要求：

a) 检验人员具备材料科学与工程、电子信息工程、化学工程与工艺或高分子材料与工程等领域的

专业知识和操作技能；

b) 检验设备经过计量单位检定、校准并定期维护，在检定有效期内使用；

c) 检验过程中严格按照本文件规定的检验方法进行；

d) 检验记录详细、准确，并妥善保存，以便追溯和复查；

e) 对于检验中发现的不合格品，及时进行标识、隔离、返工或报废处理。

6.3 型式检验

6.3.1 检验时机

有下列情形之一时，应进行型式检验：
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a) 新产品试制定型鉴定；

b) 正式生产后，如结构、材料、工艺等有较大改变，可能影响产品性能时；

c) 正常生产满一年时；

d) 间隔一年以上再生产时；

e) 出厂检验结果与同产品型号或批次的型式检验有较大差异时。

6.3.2 检验项目及要求

型式检验应在国家认可的检测机构或者具备电化学或材料制造行业相关认证资质的实验室完成，检

验的项目应包括表1中的所有指标。

6.3.3 判定规则及处理措施

所有检验项目均满足本文件的要求时，判定为合格。任一项不符合规定时，判定为不合格。对于不

合格的产品，应进行返工或报废处理，返工产品应重新进行检验。

6.4 出厂检验

出厂检验的项目应包括：剥离强度、热应力和尺寸稳定性三项关键性能指标。三项指标均满足本文

件的要求时，方可被判定为合格产品。对于不合格的产品，应进行返工或报废处理。

6.5 检验报告

所有检验记录和报告应妥善存档，每次检验结束后应出具完整的检验报告，并包括下列内容：

a) 基本信息：产品名称、产品批次编号、检验日期、检验机构和参与人员等；

b) 检验目的与检验依据；

c) 检验环境与检验设备清单等；

d) 检验方法与检验过程；

e) 检验数据：详细列出各项目的检测数据；

f) 检验结论：评估该批次产品是否合格。

7 标志、包装、运输与贮存

7.1 标志

7.1.1 产品的标志应清晰、牢固、耐久，符合GB/T 191的相关规定。内容应包括产品名称、规格型号、

批号、生产日期、生产厂名称及合格标志等信息。

7.1.2 每卷覆铜板外包装上应标明产品名称、规格、数量、生产厂名称及出厂检验标志。

7.2 包装

7.2.1 覆铜板应采用防潮、防尘、防震的真空袋密封，并在包装内加入干燥剂，符合GB/T 191的相关规

定。

7.2.2 每卷覆铜板应使用硬质纸筒作为内芯，外层用抗静电材料包裹，并加注抗静电标志。

7.2.3 每个包装单元应附带产品合格证和详细的产品清单。

7.3 运输

7.3.1 产品在运输过程中应避免受到机械损伤和环境污染。

7.3.2 运输车辆应保持干燥、清洁，产品不能露天堆放，避免日晒、雨淋和高湿环境。

7.3.3 覆铜板堆放时应防止重压，确保产品平整无变形。

7.4 贮存

7.4.1 产品应贮存在清洁、干燥、通风的环境中，避免阳光直射、高温、高湿环境，贮存温度应为15℃～

25℃，相对湿度不超过70%。

7.4.2 产品应水平放置，避免长时间受压变形；每批产品堆放高度应不超过1m。

7.4.3 贮存期内应定期检查包装状态，如发现包装破损或受潮，应及时采取处理措施。
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7.4.4 产品在正常贮存条件下的保质期应为12个月，超出保质期的产品应经检验合格后方可使用。

_________________________________
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